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REVESTIMENTOS DE LIGAS CU-SN PRODUZIDOS A PARTIR DE ELETROLITO
AMBIENTALMENTE NAO AGRESSIVO CONTENDO TARTARATO DE SODIO
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A producdo de revestimentos por eletrodeposi¢do permite modificar a superficie do substrato levando a
formagdo de um material funcional, o qual apresentaria as propriedades e caracteristicas desejadas, tais
como alta condutividade elétrica, resisténciamecanica ou resisténciaa corrosdo. Sabe-se que os problemas
relacionados a corrosdo sdo frequentes, podendo ocorrer nas mais variadas areas e inddstrias. Portanto,
métodos para prevenir a corrosdo devem ser empregados para diminuir custos e perdas materiais e a
produgdo de revestimentos metalicos por eletrodeposicdo tem sido bastante utilizada com este propdsito.
Contudo, para a producédo destes materiais funcionais, geralmente sdo usados banhos téxicos, a base de
cianeto, o que eleva o custo do tratamento posterior dos rejeitos gerados. Devido a isso, 0 cianeto tem sido
substituido por outros complexantes menos agressivos ao meio ambiente. Este trabalho propde um estudo
para a producdo de revestimentos de ligas metélicas de Cu-Sn, com propriedades anticorrosivas, utilizando
um banho eletrolitico ambientalmente néo agressivo. Para isto, 0s revestimentos foram eletrodepositados
em substrato de aco carbono, a partir de um eletrélito contendo CuCI2 (0,20 mol L-1), SnCI2 (0,02 mol L-
1) e tartarato de sddio (0,50 mol L-1) como agente complexante, sob condigdes agitadas (300 rpm). Cinco
diferentes valores de densidade de corrente (j =20 A m-2, 50 A m-2, 80 A m-2, 100 A m-2 e 200 A m=?)
foram aplicados para a producgdo dos revestimentos, visando avaliar a influéncia deste parametro no
processo de deposicdo. Os revestimentos produzidos foram caracterizados através das técnicas de
microscopia eletrénica de varredura (SEM), espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS),
espectrometria de emissdo Optica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e espectroscopia de
impedancia eletroquimica (EIS). De modo geral, os resultados indicam que o tartarato utilizado como
agente complexante para producdo de ligas Cu-Sn mostrou-se satisfatério, contribuindo para a formagédo de
revestimentos com propriedades anticorrosivas. A analise morfolégica por SEM evidenciou a formagdo de
revestimentos uniformes, que se tornaram mais refinados e com grdaos de menor tamanho, em fungéo do
aumento dadensidade de corrente. A andlise quimica (ICP-OES) mostrou que os revestimentos produzidos
emj=80 Am2ej=100 A m-2 apresentaram composicdo proxima ao do bronze comercial (95 % nm/m Cu
—59% m/m Sn). Por outro lado, na condigdo de ensaio j =20 A m-2, apenas cobre foi depositado, enquanto
queem j =200 A m-2, oteor de Sn diminuiu em funcdo do aumento da reducdo dos ions H+ no meio. A
eficiéncia de corrente catddica (Ef), obtidaem todos os ensaios, foi satisfatéria (maior ou igual a 70%). Os
resultados de EIS mostraram que os filmes produzidos apresentaram protecdo a corrosdo para maiores
valores de densidade de corrente, com excecdo do revestimento produzido na condi¢cdo de j = 200 A m-2.
O filme que apresentou maior resisténcia a corroséo foi o obtido em j = 100 A m-2, o que esta de acordo
com a melhor homogeneidade superficial e menor tamanho de grdo observados naanalise morfolégica por
SEM. Essas caracteristicas provavelmente contribuiram para a formacdo do filme protetor nessas
condicdes.
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